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	본 Micro system Packaging (MSP) 기술지원센터는 정부와 서울산업대학교의 지원을 받아 국내의 반도체 Packaging 관련 연구자와 산업체 기술력 발전에 활성화를 시키고자 2006년에 설립하였습니다.

MSP기술지원센터에서는 마이크로 시스템 패키지 산업을 효과적으로 육성 관리하기 위하여 기반조성과 기술지원 및 활용을 통한 연구 및 제품 개발 그리고 전문인력 양성을 하여 마이크로 시스템 패키지 기술이 제품의 생산을 촉진하고 아울러 다양한 분야의 기술 융합체로써 기술 강국으로 나아가는데 중심 역할을 수행 하도 있습니다.

반도체, 가전, 디스플레이 산업분야 등이 세계 시장을 주도하고 있어 이 산업을 바탕으로 마이크로 시스템 패키지 기술이 유기적으로 결합되어 차세대 반도체 제품과 제조 장비의 발전을 도모 할 것입니다.

● 발행인: 김기범 ● 기획: 김성동 ● 편집: 김향태, 배윤기 

● 발행처: (재)서울테크노파크 MSP기술지원센터  
● 발행일: 2010년 6월 9일
Micro System Packaging MSP Technical Support Division

#319 SmartHouse 139, Gongreung-gil, Seoul, 137-743, South Korea   TEL.02)944-6026  l  Fax.02) 944-6026


교육 프로그램 안내 
	교 육 명
	정 기 교 육 대 상 자

	Micro System Packaging
( MSP )

공정 교육
	국 내외 반도체 전 공정 및 후 공정 관련 학부 및 대학원생

산업체관련분야 요원

- 담당자: 김향태 연구원 / 02-944-6026 / htkim@seoultp.or.kr


	교 육 명
	일 정
	교육 내용

	이론 강의
	5일 프로그램
이론 - 2일

실습 - 3일
	Wire Bonding, Flip chip Bonding, Under Fill, Molding, Dicing sawing, 

Wafer Leveling package, 3D package및 SIP 등의 Micro System Packaging process에 필요한 단위 공정과 시스템을 설명하고 Packaging process
필수적인 장비를 개략적으로 소개

	실 습
	
	Wire Bonding, Flip chip Bonding, COG Bonding, wafer Bonding - 4가지 
Bonding process을 실습하고, 간단한 수동소자를 이용하여 Dicing saw 부터 Device Molding 까지 Packaging process 을 진행


2010년도 MSP 기술지원센터 교육 등록 안내
· 교육비 및 신청 방법
(단위:  만원)
	구  분
	교 육 명
	교육

인원
	등 록 비
	기간

	
	
	
	사전 등록
	당일 등록
	

	Micro System Packaging
( MSP )

공정 교육
	MSP 공정 교육 (이론+실습)
	30명
	50
	5일

	
	MSP 공정 교육 (이론)
	00명
	20
	2일

	
	MSP 공정 교육 (실습)
	30명
	30
	3일

	- 실습은 총 30명의 제한 인원을 두지만 이론만 신청할 경우 인원제한 없음.

- 대학교 학부생 & 대학원생의 경우 등록비 할인(50% )

- 학생을 제외한 모든 대상자는 일반 요금이 적용.

- 중식비 포함 금액.

- 교육 강좌 시작 7일전까지 홈페이지 (www.msp.or.kr)의 교육접수 프로그램을 이용하여 온라인으로 신청 또는 (재)서울테크노파크 MSP 기술지원 센터 02-944-6026 유선으로 신청 하시면 됩니다.

- 교육비는 교육신청 후 사업자등록증을 첨부, 세금계산서 발행 후 계죄이체


2010년도 MSP 기술지원센터 공정 및 신뢰성 평가 기술 교육 일정

	일 차
	강 의
	시  간
	내                    용
	강 사

	이 론 (  1 ~ 2일차  )

	1

일
	이 론
	09:00~
10:00
	등록 및 인사말
	김기범
(센터장)

	
	
	10:00~
12:30
	Packaging 개론
- Micro System Packaging 개요 및 기능, IC Packaging 기본 공정

- System Packaging 기본 공정, 차세대 Packaging 기술
	김은경
(서울산업대)

	
	
	12:30~
	점 심 ( Lunch Time )
	

	
	
	14:00~
16:00
	IC Packaging ( Chip to Sub )
	김성동
(서울산업대)

	
	
	16:00~
18:00
	Packaging 재료
	이종현
(서울산업대)

	2
일
	이 론
	09:00~
12:00
	System Packaging  (기판to보드)
- 기판 부분의 기본적인 Packaging Process 기술 개요

- 차세대Packaging 기술, 시스템 레벨 기술의 동향 및 Roadmap
	강남기
(전자부품

연구원)

	
	
	12:00~
	점 심 ( Lunch Time )
	

	
	
	13:30~
16:00
	Packaging 장비

- Packaging 장비의 동향 및 Roadmap

- 국내 장비 업체 상황 소개
	김구성
(강남대학교)

	
	
	16:00~
18:00
	신뢰성평가
-신뢰성 평가의 개요 (신뢰성 평가의 목적 등)

- IC칩 테스트와 Packaged 칩 테스트 및 보드 테스트 소개

-신뢰성 평가 테스트 설명

-산업 현장 적용 소개
	김진영
(엠코코리아)


	일차
	강의
	시 간
	내                 용

	실 습 (  3 ~ 5일차  )

	3
일
	실
습
	구분
	1 조
	2 조
	3 조

	
	
	9:00
	FAB (청정실) 입실 및 안전교육

	
	
	10:00
	UBM
	Shear test
	표면 측정

	
	
	11:00
	
	Pull test
	Wire bonding

	
	
	12:00
	점 심 ( Lunch Time )

	
	
	13:00
	Solder EP & PR
	인장 시험
	Wire bonding

	
	
	14:00
	
	
	

	
	
	15:00
	
	UBM
	Shear test

	
	
	16:00
	
	
	Pull test

	
	
	17:00
	Solder Reflow
	Solder EP & PR
	인장 시험


	4
일
	실
습
	9:00
	Dicing saw
	Solder EP & PR
	인장 시험

	
	
	10:00
	플립칩 본딩
	
	UBM

	
	
	11:00
	
	
	

	
	
	12:00
	점 심 ( Lunch Time )

	
	
	13:00
	플립칩 본딩
	Solder Reflow
	Solder EP & PR

	
	
	14:00
	저항 측정
	Dicing saw
	

	
	
	15:00
	
	플립칩 본딩
	

	
	
	16:00
	표면 측정
	
	

	
	
	17:00
	
	
	


	5
일
	실
습
	9:00
	Wire bonding
	
	Solder Reflow

	
	
	10:00
	
	저항 측정
	Dicing saw

	
	
	11:00
	
	
	플립칩 본딩

	
	
	12:00
	점 심 ( Lunch Time )

	
	
	13:00
	인장시험
	표면 측정
	플립칩 본딩

	
	
	14:00
	
	Wire bonding
	

	
	
	15:00
	Shear test
	
	저항 측정

	
	
	16:00
	Pull test
	
	

	
	
	17:00
	수 료 식

	교육 지원 담당자: 김향태 연구원 / 02-944-6026 / htkim@seoultp.or.kr

배윤기 연구원 / 02-944-6026 / ykbae@seoultp.or.kr


교육 시설 안내
1. 강사진
- 강     사: 서울산업대학교 및 타 대학 교수, 전자부품연구원, (주)엠코코리아 
- 실습 조교: (재)서울테크노파크 MSP 기술지원센터 연구원 및 서울산업대 대학원생 (5명)

2. 강의 시설

- (재)서울테크노파크: 이론 강의실 ( 1실 ), 실습실 (2실)

3, MSP 실습시설

- Micro System Packaging process 시설 및 장비
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2010 Microsystem packaging
공정 및 신뢰성 평가 기술교육
 참가신청서
	성명
	 
	업체명
	 

	연락처
	 
	소속
	 

	이메일
	 
	직급
	 


 
결제방법 : 신용카드는 안 되며 세금계산서 발행 후 계좌이체.

Microsystem packaging 공정 및 신뢰성 평가 기술교육을 신청합니다.
 
2010년 00월 00일
성명












